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 要  旨 
広帯域特性を有するフィルタは従来から多く提案されている。これらの中で結合線路を用いる共振器は
小型化、特性の有極化、パターンのみの回路の構成などの対応に優れる。結合線路は多導体にするほ
どスカート特性などのフィルタ特性の改善が期待できる。本検討の結合線路の導体数に関しては使用
基板をブロードサイド結合ストリップ線路構造にするため基板厚の条件を勘案して主に 3 導体の結合線
路を検討する。使用基板は小型化、モジュール化に適した低温同時焼成セラミック(LTCC)基板とする。
ここでの 3 導体結合線路共振器はフィルタ特性を検討する上で減衰極の位置などの特性を明確に知る
必要がある。本検討では式による計算とシミュレータによる計算を併用した。計算は従来、散乱(S)行列
を用いることが多いが、ここでは視点を変え電圧、電流の関係を扱う方法とした。それに使う縦続(F)行
列のパラメータの導出は 3 導体結合線路のインダクタンス(L)値、キャパシタンス(C)値を使用した。この
式による計算の 3 導体結合線路共振器の検討では一端接地型、二端接地型、非対称型、ステップドイ
ンピーダンス共振器 (SIR)型を対象にした。これらの中で、非対称 3 導体結合線路共振器の検討におい
て共振周波数がほとんど変化せずこの両側に実現する減衰極が下位減衰極に較べ上位減衰極の周波
数変化を大きくできる共振器を得た。また、3 導体結合線路共振器の特性については式による計算だけ
でなく、6 端子回路の端子接続を組合せ 1118 通りの回路を全てシミュレータで計算し、これらの共振特
性について確認した。 
検討した 3 導体結合線路共振器は大半が広帯域の通過特性を有する。超広帯域の無線通信システム
としては Ultra Wide Band(UWB)が注目されている。ここでは UWB ローバンド(3.1～4.8[GHz])、ハイバンド
(6.3～10.6[GHz])の2バンドを例にバンドパスフィルタ(BPF)とダイプレクサについて検討を行った。BPFに
ついての検討では従来の 2 導体結合線路共振器を用いた構成から発展させ、ブロードサイド結合ストリ
ップ線路構造の非対称な3導体結合線路共振器の二種を組み合わせ、段数構成を2段とした。ダイプレ
クサについての検討ではこれら二つの BPF に LC 共振回路の整合回路を付加した。LTCC 基板は電磁
干渉を抑制したパターン化を図った上、外形サイズを 5mm 角以内に納めた。 
その結果、BPF に関しては減衰極によるスカート特性が良好な UWB ローバンド、ハイバンド BPF の特性
を得た。ダイプレクサに関しては BPF の特性を維持しバンド間の相互干渉が少ない UWB 用小型ダイプ
レクサを得た。 
 
